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特集：高リスクが常態化する時代に、踏みとどまる自由貿易体制

AI時代の半導体産業（1）AI向け半導体の「主役」に迫る（世界）

図1：CoWoS-S技術を用いたGPUとHBMの構造（概略図）

注：「ダイ」とは、半導体ウエハーを切り出して得られる個々のチップ（半導体素子）のこと。パッケージに実装される前の状態を指す。

出所：TSMCウェブサイト、各種情報からジェトロ作成
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